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semiconductor field effect transistor）を基本素
子としたLD駆動用ICです。
また、4 0G b p s といった高速対応には、























が要求されてきました。 高速化について述べますと その規格が 156Mbps, 622Mbps, 2.5Gbps,
10Gbps と4倍ずつ速度が上昇してきており、最
近では 40Gbps 伝送の開発も行われつつありま
す。
今後普及が予想される10Gbps光リンクについ
てはいくつかの標準化活動が進められています
が、その中で代表的な X2およびXFPと呼ばれ
る光リンクモジュールを図5-1に示します。 い
ずれも従来の光モジュールに比べて大幅な小型
化が図られており、10Gbpsといった高速での性
能を維持しながら小型化を実現するため数多く
の実装上の工夫がなされています。
６．おわりに
光ファイバ通信用の各種デバイス、モジュールの開発動向について述べてきました。 インターネ
ットの普及とコンテンツの高度化によってデータのトラフィックが急速に増大し、これに対応した高
速のデバイス、モジュール、光ファイバの開発が急がれる一方、FTTHなどのアクセス系への光の普
及によりアクセス系に適した小型で低コストのデバイス、モジュールの開発への要求も強くなってい
ます。
光ファイバ通信については、これまで何となくご存知でも実感が伴わなかった方もおられたのでは
と思いますが、これからは、FTTHでどんどんと家庭やオフィスの中まで光ファイバが入り込んでく
ると予想され、光ファイバ通信がもっと身近に感じられるのではと思います。
図5-1 10Gbps対応小型光リンクモジュール
